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Abstract (en)
[origin: US2017088380A1] The invention concerns a splicing facility for splicing material webs. The splicing facility comprises a first dispensing
device for dispensing a finite first material web from a first material web roll, a second dispensing device for dispensing a finite second material web
from a second material web roll, a third dispensing device for dispensing a third material web, a first splicing device for splicing together the finite
first material web and the finite second material web to an endless material web and a second splicing device for splicing together the third material
web and the finite first material web or the finite second material web to the endless material web. The first splicing device and the second splicing
device are arranged at different heights.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Splicevorrichtung zum Splicen von Materialbahnen (1, 4, 44). Die Splicevorrichtung umfasst eine erste Abgabeeinrichtung
(3) zum Abgeben einer endlichen ersten Materialbahn (1) von einer ersten Materialbahnrolle (2), eine zweite Abgabeeinrichtung (6) zum Abgeben
einer endlichen zweiten Materialbahn (4) von einer zweiten Materialbahnrolle (5), eine dritte Abgabeeinrichtung (45) zum Abgeben einer dritten
Materialbahn (44), eine erste Spliceeinrichtung (22) zum Splicen der endlichen ersten Materialbahn (1) und der endlichen zweiten Materialbahn (4)
zu einer endlosen Materialbahn (7) miteinander und eine zweite Spliceeinrichtung (38) zum Splicen der dritten Materialbahn (44) und der endlichen
ersten Materialbahn (1) oder der endlichen zweiten Materialbahn (4) zu der endlosen Materialbahn (7) miteinander. Die erste Spliceeinrichtung (22)
und die zweite Spliceeinrichtung (38) sind in unterschiedlichen Höhen (H1, H2) angeordnet.
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